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CMOS

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) je obrazový senzor, jehož princip je založen na dvourozměrném poli světlocitlivých prvků - fotodiod, které převádějí světelnou energii na elektrickou. Součástí každé „buňky“ s fotodiodou je elektronika, která vyčítá aktuální hodnotu osvětlení. Každá buňka má tedy na rozdíl od čipů CCD vlastní „připojení“. Využíváme tedy přímé zesílení signálu z buňky, což je konstrukčně jednodušší a také je zde menší riziko nežádoucích artefaktů, jako je šum. Z hlediska výrobního se technologické procesy podobají procesům při výrobě součástek jako posuvné registry apod., což celý proces velmi usnadňuje a ani výroba CMOS čipů tedy není nijak nákladná.
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Obrázek 1 - Čip typu CMOS
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Obrázek 2 - Struktura CMOS čipu

Menší nevýhodou CMOS čipů je, že elektronika v každém pixelu zabírá část plochy a znemožňuje tím dopad všech fotonů na buňku. Součástí senzoru proto bývají i mikroobjektivy, soustřeďující dopadající fotony na aktivní plochu senzoru. 
Vylepšenou verzí CMOS čipů je verze BSI (Back Side Illumination), kdy jsou zaměněny vrstvy samotného čipu. V běžném čipu je elektronika (převážně tranzistory) umístěna na světlocitlivé křemíkové ploše, zatímco u čipů BSI jsou vrstvy obráceně.  Tím se vyřešila hlavní nevýhoda čipů CMOS – nedostatečné osvětlení hlavní plochy. Čipy BSI zvyšují osvětlení aktivní plochy o 60 – 90%.
[image: ]
Obrázek 3 - Stavba CMOS - klasická (vlevo) a BSI. 
Modře je vyznačena elektronika, šedě světlocitlivá vrstva
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Obrázek 4 - Obrazy pořízené klasickým čipem CMOS (vlevo) a čipem CMOS BSI

CMOS vs. CCD

Na závěr si tedy srovnejme parametry čipů CMOS a CCD:
· Senzory CCD vytvářejí vysoce kvalitní nízkošumový obraz. Senzory CMOS mají k šumu větší sklon.
· [bookmark: _GoBack]Elektronika umístěná blízko aktivní plochy v CMOS čipech omezuje dopad všech fotonů na světlocitlivé prvky. Částečně se dá kompenzovat použitím mikroobjektivů, popř. čipem CMOS BSI.
· Senzory CMOS jsou na rozdíl od CCD nízkokapacitní (a tedy méně náročné na energii).
· Čipy CMOS jsou vyráběn na základě standartních postupů využívaných i u jiných součástek, ve výsledku jsou tedy mnohonásobně levnější než CCD čipy.
· CCD jsou technologicky „starší“, vyrábějí se delší dobu, tím je tedy jejich výroba a také samotné vlastnosti čipu kvalitnější.
Porovnáme-li tedy nevýhody a výhody jednotlivých čipů, můžeme říci, že CCD čipy bývají využívány pro práci na vysoce kvalitních snímcích, s vysokým rozlišením a s vyšší citlivostí ke světlu. Senzory CMOS mají obrazovou kvalitu nižší, stejně tak jako rozlišovací schopnost a citlivost. Avšak přístroje opatřené čipem CMOS jsou mnohem levnější a také mají vyšší životnost baterie.
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